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(57) Beim Verfahren zur Herstellung eines spritzge- 
gossenen dreidimensionalen Lerterformk6rpers (3-D 
MID) in Form eines Gehatiseunterteiles (1) mit vollstan- 
dig integrierter Elektronik (2) eines Strom -Messmoduls 
wind zundchst eine quasi plane Abwicklung des Leiter- 
formkCrpers in Form einer folienartigen, thermoplasti- 
schen Leiterplatte (3) hergestelrt Diese 
Lerterplattenfolie (3) kann in bekannter Weise metalli- 
siert und dann im Siebdruck oder fotochemisch, insbe- 
sondere mittels Fotolithographie einsertig Oder 
beidseitig strukturiert werden. Die metal! isierte und 



strukturierte Lerterplattenfolie wird dann konventionell 
mit SMD-Komponenten (4), inWusive hier den Leucht- 
dioden (5) bestuckt wobei die SMD-Komponenten mit- 
tels LertWeber oder LaseriOten eiektrisch verbunden 
werden. Die Leiterplatte (3) wird dann hier an der Bie- 
gestelle (6) umgeformt und in das Sprrtzwerkzeug ein- 
gelegt Oder im Sprrtzwerkzeug eingelegt und 
umgeformt und der dreidimensionale LeiterformkOrper 
(1) durch An- und/oder Umsprrtzen mittels beispiels- 
weise ABS-Kunststoff vervollstandigt. 




Fig. 2 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Herstellung von spritzgegossenen dreidimensionalen 
LeiterformkOrpern, sogenannten 3-D MID (Moulded 
Interconnection Devices). 

Die Nutzung hochtemperaturtester Thermoplaste 
und deren strukturierte Metaflisierung erOffnet der Elek- 
tronikindustrie eine neue Dimension fur den Schal- 
tungsaufbau, ndmlich die rdumlichen spritzgegossenen 
Schaltungstrdger. die sogenannten 3-D Moulded Inter- 
connection Devices (3-D MID). 

Diese Fertigungsirmovation integriert elektrische 
und mechanische Elemente auf nahezu beliebig 
geformten LeiterkOrpern, ermOglicht vOllig neue Funk- 
tionen und hilft Produkte zu miniaturisieren. Durch die 
Einsparung mechanischer Bauteile wird die Montage 
vereinfacht und die Zuverldssigkert erhOht. Der Einsatz 
thermoplastischer Kunststoffe zur Erzeugung von drei- 
dimensionalen Schaltungstrdgern erOffnet dabei der 
Eiektronikbranche die Gestattungsfreiheit der Spritz- 
guBtechnik und ermdglicht durch das Zusammenfassen 
verschiedener Funktionen in einem dreidimensionalen 
Schaltungstrdger die Verringerung der Teilezahl, die 
VerwirWichung besonderer Eigenschaften und damit 
eine Reduzierung der Morrtageschrifte. Damit kOnnen 
die Herstellungsketle verkurzt, die Zuverldssigkeit 
erhOht und die Fertigungskosten gesenkt werden. 
Durch die Erschliessung neuer, bisher ungenutzter Pro- 
zeBfldchen bietet die MID-Technik ein erhebliches 
Potential zur weiteren Miniaturisierung eleklronischer 
Baugruppen. 

Bei einem bereits bekannten Verfahren dieser Art 
wird ein KOrper, der stromlos beschichtet werden kann, 
zuerst durch SpritzguB unter Verwendung von Kunst- 
harz gelbrmt in das ein Beschichtungskatalysator ein- 
gemischt ist. Als zweites wird eine dunne Schicht, die 
nicht stromlos beschichtet werden kann, auf einer fest- 
gelegten Oberfldche des geformten KOrpers durch 
einen wetteren SpritzguBvorgang geformt, wobei ein 
weiteres Kunstharz ohne Beschichtungskatalysator ver- 
wendet wird. Zuletzt wird der KOrper mit Ausnahme der 
Schicht stromlos beschichtet. Ein leitfdhiger Bereich 
wird dadurch auf der gewunschten Oberfldche des 
geformten KOrpers gebildet. 

Bei einem anderen bekannten Verfahren wird ein 
KOrper zuerst unter Verwendung von Kunstharz 
geformt, das stromlos beschichtet werden kann. In der 
Folge wird ein Foto- Resist auf die Oberfldche des 
geformten KOrpers aufgebracht, und ein Schaltungsmu- 
ster wird belichtet Nachdem das Foto-Resist teilweise 
durch Entwickeln entferrrt ist, wird die Oberfldche des 
geformten KOrpers stromlos und/oder galvanisch 
beschichtet. wobei ein dreidimensionales Schaltungs- 
substrat gebildet wird. 

Bei einem anderen bekannten Verfahren wird ein 
dreidimensionales Substrat geformt, und ein Schal- 
tungsmuster wird auf die Oberfldche des dreidimensio- 
nalen Substrats unter Verwendung eines 



Obertragungsfilms Qbertragen. 

Die BikJung eines leitfdhigen Bereichs einschlieB- 
lich eines Schaltungsmusters auf einer vorgegebenen 
Oberfldche eines dreidimensionalen Substrats durch 

5 Aufdampfen im Vakuum ist ebenfalls bereits vorge- 
schlagen worden. 

Die vorstehend genannten Verfahren erfordern 
jedoch komplizierte Verfahrensschritte. wie das Sprit- 
zen der thermoplastischen Kunststoffteile, das nachfol- 

10 gende Metallisieren dieser Kunststoffteile, dann ein 
Strukturieren der Metal loberfldche, das Layout, das 
Bestucken der strukturierten Kunststoffteile mit Bautei- 
ien und das Verbinden der Bauteile mit der Metaliober- 
fldche. 

15 Ein dreidimensionales Substrat gemdss diesen 
bekannten Techniken ist daher schwierig herzustellen. 

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein Verfahren zur Herstellung von spritzgegossenen 
dreidimensionalen LeiterformkOrpern der vorgenannten 

20 Art zu schaffen, durch das ein dreidimensionales Schal- 
tungssubstrat, das ein beliebiges Schaltungsmuster 
und beliebige dreidimensionale From aufweist, leicht 
hergestellt werden kann. 

Dies wird bei dem erfindungsgemdssen Verfahren 

25 zur Herstellung von spritzgegossenen dreidimensiona- 
len LeiterformkOrpern (3-D MID) erfindungsgemdss 
dadurch erreicht, dass 

a) eine quasi plane Abwtcklung des LeiterfbrmkOr- 
30 pers in Fonm einer folienartigen, thermoplasti- 
schen, metallisierten Leiterplatte hergestellt wird; 

b) diese metallisierte Leiterplatterrfolie im Sieb- 
druck oder fotochemisch, insbesondere mittels 
Fbtolithographie einseitig Oder beidseitig struktu- 

35 riert wird; 

c) diese metallisierte und strukturierte Leiterplat- 
tenfolie konventionell mit SMD-Komponenten 
bestuckt wird, wobei die SMD-Komponenten mittels 
LeitWeber Oder LaserlOten elektrisch verbunden 

40 werden; und 

d) die Leiterplatte dann umgeformt und in das 
Spritzwerkzeug eingelegt Oder im Spritzwerkzeug 
eingelegt und umgeformt und der dreidimensionale 
LeiterformkOrper durch An- und/oder Umspritzen 

45 vervollstdndigt wird. 

Dieses erf indungsgemdsse Verfahren aitoeitet ver- 
gleichsweise den bisher bekannten Verfahren somit 
nach einem gdnzlich anderen Prinzip. 

so Die Vorteile gegenOber der bisherigen Technik sind 
War erkennbar, ndmlich ein einfacheres Metallisieren 
des Thermoplasttrdgers, ein konventionelles Strukturie- 
ren auf einem zweidimensionalen Trdger, eine SMD- 
Bestuckung auf Standard-Bestuckaufomaten sowie ein 

55 Integrieren der SMD-Komponenten im LeiterformkOrper 
beim Umspritzen. 

Ferner betrifft die vorliegende Erfindung einen 
spritzgegossenen dreidimensionalen LeiterformkOrper 
(3-D MID), hergestellt nach dem erfindungsgemdssen 
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Verfahren. 

Das erfindungsgemasse Verfahren wind nachfol- 
gend anhand eines in den Zeichnungen dargesteilten 
Ausfuhrungsbeispiels naher eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1 in schaubildartiger Darsteliung eine mit 
SMD-Komponenten bestuckte Leiterpiatten- 
tolie zur Verwendung in einem 3-D Leiter- 
formkOrper gemass Fig 2 und 

Fig. 2 in schaubildartiger Darsteliung einen erfin- 
dungsgemassen 3-D LeiterformkOrper in 
Form eines Gehauseuntertetles eines 
Strom -Messmoduls. 

Beim Verfahren zur Herstellung eines spritzgegos- 
senen dreidimensionalen LeiterformkOrpers (3-D MID) 
in Form eines hier beispielsweise Gehauseuntertetles 1 
mit vollstandig irrtegrierter Elektronik 2 eines Strom- 
Messmoduls wird zundchst eine quasi plane Abwick- 
lung des LeiterformkOrpers in Form einer folienartigen. 
thermoplastischen Leiterplatte 3 von ca. 0,08mm bis 
2.4mm. hier vorzugsweise 1,0mm Starke, hergestellt 
Diese Leiterplatterrfolie 3 kann in bekannter Weise 
metallisiert und dann im Siebdruck Oder fotochemisch, 
insbesondere mittels Fotolithographie einsertig Oder 
beidseitig strukluriert werden. Die metallisierte und 
strukturierte Leiterplattenfolie wird dann konventionell, 
vorzugsweise auf einem herkOmmlichen Bestuckungs- 
automaten mit SMD-Komponenten 4. inWusive hier den 
Leuchtdioden 5 bestuckt, wobei die SMD-Kbmponenten 
mittels LeitkJeber oder LaserlOten elektrisch verbunden 
werden. 

Die Leiterplatte 3 wird dann hier an der Biegestetle 
6 umgeformt und in das Sprttzwerkzeug (nicht gezeigt) 
eingelegt Oder im Spritzwerkzeug eingelegt und umge- 
formt und der dreidimensionale LeiterformkOrper 1 
durch An- und/oder Umspritzen mittels beispielsweise 
ABS-Kunststoff vervollstandigt. 

Wie Fig. 2 deutlich zeigt. stnd die Leuchtdioden 5 
nun nach oben weisend angeordnet und nur unterspritzt 
mit freier Leuchtfiache, wogegen die Leiterplattenfolie 
vOllig im LeiterformkOrper 1 integriert ist. 

Durch dieses vorbeschriebene Verfahren ist nun- 
mehr auf einfachste Weise die Herstellung von sprrtzge- 
gossenen dreidimensionalen Leiterformkorpern 
mOglich mit beliebigen Schartungsmustern und beiiebi- 
gen dreidimensionalen Formen. 

Es wird Schutz beansprucht wie folgt: 
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wird; 

b) diese metallisierte Leiterplattenfolie im Sieb- 
druck oder fotochemisch, insbesondere mittels 
Fotolithographie einsertig oder beidseitig struk- 
turiert wird; 

c) diese metallisierte und strukturierte Leiter- 
plattenfolie konventionell mit SMD-Komponen- 
ten bestuckt wird, wobei die SMD- 
Komponenten mittels LeitWeber oder Laserld- 
ten elektrisch verbunden werden; und 

d) die Leiterplatte dann umgeformt und in das 
Spritzwerkzeug engelegt Oder im Spritzwerk- 
zeug eingelegt und umgeformt und der dreidi- 
mensionale LeiterformkOrper durch An- 
und/oder Umspritzen vervollstandigt wird. 

Sprrtzgegossener dreidimensionaler LeiterformkOr- 
per (3-D MID), hergestellt nach dem Verfahren 
nach Patentanspruch 1 . 



Verfahren zur Herstellung von spritzgegossenen 
dreidimensionalen Leiterformkorpern (3-D MID), 
dadurch gekennzeichnet, dass 55 

a) eine quasi plane Abwickf ung des Leiterform- 
kOrpers in Form einer folienartigen, thermopla- 
stischen, metallisierten Leiterplatte hergestellt 
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(57) Betm Verfahren zur Herstellung eines spritzge- 
gossenen dreidimensionalen LeiterrbrmkOrpers (3-D 
MID) in Form eines Gehauseunterteiles (1) mit vollstan- 
dig integrierter Elektronik (2) eines Strom-Messmoduls 
wird zunachst eine quasi plane AbwicWung des Leiter- 
formkOrpers in Form einer folienartigen, thermoplasti- 
schen Leiterplatte (3) hergestelrt Diese 
Leiterplattenfolie (3) kann in bekannter Weise metalli- 
siert und dann im Siebdruck oder fotochemisch, ins- 
besondere mittels Fotolrthographie einseitig oder 
beidsertig strukturiert werden. Die metallisierte und 



strukturierte Leiterplattertfolie wird dann konventionell 
mit SMD-Komponenten (4), inWusive hier den Leucht- 
dioden (5) bestuckt, wobei die SMD-Kbmponenten mit- 
tels LertkJeber oder LaserlOten elektrisch verbunden 
werden. Die Leiterplatte (3) wird dann hier an der Bie- 
gestelle (6) umgeformt und in das Spritzwerkzeug ein- 
gelegt oder im Spritzwerkzeug eingelegt und 
umgeformt und der dreidimensionale Lertertbrmkfirper 
(1) durch An- und/oder Umspritzen mittels beispiels- 
weise ABS-Kunststoff vervollstandigt 




Fig. 2 
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